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Vykonna spajkovacia pasta bez olova

B Vlastnosti

S3X358 - M406

1) Kombindcia cinu, striebra a medi v tepelnej eutektickej zliatine spolu s unikatnym bezoplachovym
tavidlom KOKI bez halogenidov vykazuje rovnaké parametre z hl'adiska tlace, zmacavosti i spol'ahlivosti
ako konvencna pajkovacia pasta.

2) Starostlivo vyberané zloZenie tavidla zarucuje unikatne nizku tiroveii tvorenia dutin v spajkovanom spoji
a minimalne farebné zbytky tavidla.

3) Perfektné pretavenie a zmdacanie pri spajkovani velmi jemnych rozostupov (<0,4mm) a mikro suc¢iastok
(<0,35mm, CSP, 0603 chip).

4) Pasta vyhovuje Bellcore testom (Meden¢ zrkadlo, Obsah halogenidov, Povrchovy izola¢ny odpor,
Elektromigracia) podla GR-78-CORE, 1. vydanie.

B Technické udaje

Aplikacia Tla¢ cez Sablonu
Produkt S3X58 - M406L | S3X58 - M406 | S3X58 - M406H
ZloZenie (%) Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5
<
A= Bod tavenia 217 -218
<
S Tvar Castic Gulickovy
Velkost ¢astic (mm) 20 - 38
Obsah halogenidov (%) 0,0
= Povrchovy Poc¢iato¢na hodnota (W) >1x10"
g izolacny -
= odpor *' Po zvlh¢ovani (W) >1x10
Odpor vodného roztoku **(Wcm) >5x 10
Typ tavidla ROLO
Obsah tavidla (%) 11,5 11,5 11,5
Viskozita *' (Pa.S) 170 210 230
g Oxid4cia medenej platne ** Vyhovuje
& Roztekavost spajky (%) > 85
Doba lepivosti > 72 hodin
Trvanlivost (pod 10 °C) 6 mesiacov
- TS58-: SnAg3,5
Iné zliatiny: SX58-:  SnAg3,5Cu0,7
SXA58-: SnAg3,5Cu0,5Sb0,2
LSIR .o 40°C x 90% RH x 96 hod.
2. Odpor vodného roztoku . . . ................... V zhode s MIL $pecifikaciou
3.Viskozita ... Malcolmov viskozimeter $piralového typu, PCU-205 pri 25°C, 10 ot./min.

4. Oxidacia medenej platne . . ................... V zhode s JIS
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B Tlacové vlastnosti B Obcasna tlaé
(Kontinualna tla¢ 50 mm/sek. $ablona 130 um, laser) (0,25mm CSP ploska)

raster 0,4mm priemer 0,35mm pociatocna tla¢

prva tla¢ po dobe
(10-ta tlag) (10-ta tlag; CSP)

necinnosti 30 min

B Doba lepivosti B Zmacavos

(Pocinovana zliatina medi)
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g Tester : Malcom FG-1 9
= 100 Temperature 123£2°C
&} Probe speed : 10mm/sec.
g 50 F Probe load : 50gf
Probe loading time  : 0.2sec.
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B Vyskyt dutin v spajkovanom spoji - porovitos (rezistor 6330, vykonovy tranzistor; pretavenie horacim vzduchom)

S3X58-M406 Konvenc¢na spajkovacia pasta S$3X58-M406 Konven¢na spajkovacia pasta
B Porovnanie vlastnosti  (0:zli - 5:vibornd) B Doporuceny teplotny profil
Tla€ jemného rastra ) Vrchol
5 < : 235~250°C
Farba zbytkov Doba necéinnosti 250 Predohrev L p—
oo 110~-190°C 60~120sek. 5 :
200 L eeeeesse .
borovi - 150 -
drovitos Doba lepivosti Nad 220°C > 30 sek.
100} j
- " Nabeh teploty
Skraty Tvarova odolnos TR0 fmak.
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Zmagavos ] S3X58-M406 60 120 1E0 240 300
Konvenc¢na pasta ekl
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